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(57) Resumo: METODO PARA PRODUGAO DE INVOLUCRO
PARA APARELHO ELETRONICO. A presente invengéo se refere a um
processo para a produgdo de um alojamento para equipamento
eletronico, compreendendo as etapas de que o uso de moldes de
moldagem de injecéo (1) tendo uma combinacédo de molde comum (4)
e molde de troca (2,3) a fim de ser capaz de criar uma cavidade de
moldagem primaria (11) e uma cavidade de moldagem secundaria
(12), dispondo na cavidade de moldagem priméaria um material de
transferéncia tendo uma camada decorativa sobreposta em uma
lamina base, e posteriormente injetando uma resina transparente de >
80% de transmitancia de raio visivel de acordo com JIS-K7105 e 2
dureza de superficie (pendi hardness) E' de acordo com JIS-K5600-5-4
para, deste modo, obter uma moldagem primaria (53) correspondendo
a uma porgao de janela transparente e simultaneamente trazendo a
mesma para o contato com a camada decorativa do material de
transferéncia; e subsequentemente injetando uma resina de > 10 kd/m?2
de forga de impacto |zod de acordo com ASTM-D256 na cavidade de
moldagem secundaria ao redor da moldagem priméria enquanto
mantém a moldagem primaria disposta para, deste modo, formar a
moldagem secundéria (54) fixada & moldagem primaria e
simultaneamente trazendo a mesma para o contato com a camada
decorativa do material de transferéncia, e separando o material de
transferéncia da moldagem priméria e moldagem secundaria.
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“METODO PARA PRODUCAO DE INVOLUCRO PARA APARELHO

ELETRONICO”

CAMPO TECNICO

Esta invencdo se refere geralmente a um método de
preparagdo de um invdlucro para um aparelho eletrdnico, que
torna possivel facilmente obter um invdélucro para um apare-
lho eletrénico que é fornecido com uma secdo de Janela
transparente e uma porg¢do de corpo principal, e & usado para
um telefone mével, um PDA ou semelhante.—

ANTECEDENTES DA TECNICA

Na maior parte dos invdélucros para telefones mé-
veis existentes, o dispositivo usado para exibir a informa-
cdo implementada por um cristal liquido e um EL é fornecido
com ambos, um membro de janela tendo transparéncia alta, u-
éado para protegdo do dispositivo, e um membro de invdlucro
tendo uma alta resisténcia de impacto, usado para a protecao
de todo o invélucro interno. Além disso, o membro de janela
também precisa ter uma resisténcia alta a arranhdes para as-
segurar boa visibilidade para o dispositivo de exibigéao dé
informagao. |

Com relacdo ao material tendo tanto a transparén-
cia quanto a resisténcia ao arranhdo, o PMMA (metacrilato de
polimetila) é preferivelmente selecionado. Uma vez que o)
PMMA é inferior na resisténcia de impacto guando usado como
uma substancia simples, aqueles materiais formados pela adi-
¢ao de‘borracha sulfurizada ou semelhante nos H@smbs para
aumentar a resisténcia de impacto sdo usados na maior parte

dos casos; no entanto, mesmo esta disposigdo falha para for-
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necer uma resisténcia de impacto que seja suficiente para
uso em tal porcdo que estd sujeita diretamente a um impacto
no momento da queda do produto ou semelhante.

Por esta razdo, convencionalmente, o membro de ja-
nela e o membro de invélucro sdo moldados separadamente pelo
uso de resinas diferentes de moldagem respectivamente, e es-
tes sdo entdo ligados um ao outro pelo uso de uma fita du-
pla-face para formar uma porgdo integral, ou soldado um ao
outro dentro de uma porgdo integral, pelo uso de ondas ul-
tra-sénicas, lasers, ou semelhante.

REVELACAO DA INVENCAO

PROBLEMAS A SEREM SOLUCIONADOS PELA INVENCAO

No entanto, o método mencionado acima tem um pro-
blema com o processo para a formacdo dos dois membros dentfd
de uma porcdo integral.

Embora o método usando a fita dupla—face tenha si-
do amplamente usado porque pode reduzir os custoé para um
nivel comparativamente baixo, a porgdo de encaixe precisa
ter uma &rea excedendo uma’érea pré—determinéda para assegu-
rar uma forca de ligagéo éuficiente da fita dupla-face. Além
disso, uma vez que trés membros no total, que sdo, os dois
membros e a fita dupla-face sdo sobrepostos um no outro nes-
ta porgéo de encaixe, o produto resultante tem uma espessura
aumentada.

Adicionalmente, o método de soldagem leva a um au-
mento no custo de preparacdo, e também impde limitacdes na
selecdo dos materiais a serem efetivamente uéados no proces-

so de soldagem.
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Além disso, em gqualguer um destes métodos, para
evitar que o membro da janela se solte, as porcdes de encai-
xe dos dois membros sdo preferivelmente projetadas tais que
o membro de janela & encaixado do lado de fora do membro de
invdélucro. No caso de'contrariamente ajustados, as porgdes
de encaixe podem soltar-se para dentro quando uma pressdo é
aplicada ao membro de jénela do lado de fora, levando a que-
da do membro de janela para dentro de membro de invdélucro.
No arranjo acima citado, no entanto, uma vez que a porgao de
ligacdo na porgdo de encaixe ¢ visivel do lado de fora do
produto através de um membro de janela transparente, qual—’
quer tratamento invélucro é requeridé. Uma vez que a reali-
zacao de um processo decorativo na superficie de um artigo
tridimensional envolve varias dificuldades, limitagées sdo
causadas no projeto de uma forma como um‘resultado.

A presente invencdo foi feita para solucionar os
problemas‘citados acima, e seﬁ objetivo é fornecer um método
de preparagdo de um invélucro para um aparelho.eletrénico,
pela qual um produto moldado com uma secdo de janela trans-
parente tendo uma boa resisténcia a arranhdes e uma porgdo
dé retencdo de forga tendo uma boa resisténcia de impacto
pode ser facilmente obtido.

MEIOS PARA SOLUCIONAR OS PROBLEMAS

Para alcancar o objeto acima citado, o seguinte
arranjo é fornecido de acofdo com a presenté invencdo. O
primeiro aspecto da presente invengao fornece um método de
preparagdo de um invélucro para um aparelho eletrdnico com-

preendendo:
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com um material de transferéncia no qual uma cama-
da decorativa é formada em uma ladmina base colocada entre um
primeiro molde trocdvel e um molde comum para é formagdo de
uma cavidade de moldagem primdria apertando os moldes para
formar a cavidade de moldagem primaria;

injecdo de uma resina de moldagem primaria dentro
da cavidade de moldagem primaria, formando um produto molda-
do primario a ligando a camada decorativa do material de
transferéncia ao produto moldado priméario, |

abertura do primeiro molde trocavel do molde comum
para um segundo molde trocavel para a formacdo de uma cavi-
dade de moldagem secundaria com o molde comum;

formacdo de uma a cavidade de‘moldagem secundéria
apertando o segundo molde trocavel a o molde comum para que
o produto moldado primdrio seja alojado. enquanto é ligado ao
material de transferéncia}

injecdo de uma resina de moldagem secundaria den-
tro da-cavidade de moldagem secundaria, formando um produto
moldado secundario ancorado ao produto primario moldado e
ligando o produto moldado secundario a camada decorativa do
material de transferéncia; e

descascamento do produto moldado primario e do
produto moldado secunddrio do material de transferéncia,
deste modo produzindo o invélucro para um aparelho eletrdéni-
co na superficie da qual a camada decorativa do material de
transferéncia é transferido, um do produto moldado primario
e o produto moldado secunddrio sendo formado como uma segao

de janela transparente, o outro sendo -formado como uma por-
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cdo de corpo principal do invdélucro.

O segundo aspecto da presente invencdo fornece o
método.de preparacdo do invdlucro para um aparelho .eletrdéni-
co do primeiro aspecto, em que uma resina transparente é in-
jetada como a resina de moldagem primdria para formar o pro-
duto moldado primario, de modo que‘o invdélucro para um apa-
relho eletrdénico, que tem o produto moldado secundario como
a porcdo de corpo principal e tem o produto moldado primario
como a secdo de janela transparente, & preparado.

O terceiro aspecto da presente invencdo fornece o
método de preparacdo do invélucro para um aparelho eletrdni-
co do primeiro aspecto, em que uma resina transparente é in-
jetada como a resina de moldagem secundédria para formar o
produto moldado sécundério, de modo que o invélucro para um
aparelho eietrénico, que tem o produto moldado primario como
a porcdo de corpo principal e tem o produto moldado secundé—
rio como a secdo de janela transparente, é preparado.

O quarto aspecto da presente invengéao fornece o
método de preparacdo do invélucro para um aparelho eletrdéni-
co do primeiro e segundo aspectos, em que O produto.moldado
primério é& formado usando, como a resina de moldagem prima-
ria uma resina quem tem uma transmitédncia de luz visivel de
80% ou mais definido em JIS-K7105 e uma dureza de superficie
(pencil hardness) de F ou mais definido em JIS—K5600—5—4.

O quinto aspecto da presente invengdo fornece o
método de preparacdo do invdélucro para um aparelho eletrdni-
co do quarto aspecto, em que o produto moldado primario é

formado usando, como a resina de moldagem primaria, uma re-
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sina formada pela adicdo de borracha a uma resina de meta-
crilato de polimetila.

O sexto aspecto da presente invengéd fornece o mé-
todo de preparagdo do invdélucro para um aparelho eletrdénico
do primeiro aspecto, em que O produto. moldado secundario é
formado usando, como a resina de moldagem secundéria, uma
resina que tem uma forga de impacto Izod de 10 kJ/m?® ou mais
definido em ASTM-D256.

O sétimo aspecto da presente invengdo fornece o
método de preparacdo do invélucro para um aparelho eletrdni-
co do primeiro aspecto, em que a resina de moldagem secunda-
ria é uma resina tendo uma temperatura de moldagem maior que
aquela da resina de moldagem primaria, e a superficie do
produto moldado primdrio é fundida para preparar O produto
moldado primdrio e o produto moldado secundario ancorados um
ao outro.

O oitavo aspecto da presente invengdo fornece o
método de preparacdo do invélucro para um aparelho eletrdni-
co do primeiro e segundo aspectos, em que a camada decorati-
va é fornecida com uma area transparente tendo uma area que
pode ser colocada e acomodada dentro da cavidade de moldagem
priméria e uma. 4rea opaca disposta na periferia da area
transparente, e a camada decorativa ¢é transferida de tal mo-
do que a vizinhanga de uma porgdo ancorada entre o produto
moldado primédrio e o produto moldado secundario pode ser
protegida.

O nono aspecto da presente invencgao fornecé o mé-

todo de preparacdo do invélucro para um aparelho eletrdnico
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do oitavo aspecto, em que a area transparente da camada de-
corativa é formada por uma tinta incluindo uma resina trans-
parente, e a &rea transparente & ligada ao produto moldado
primario na injegdo da resina de moldagem primaria.

EFEITO DA INVENCAO

De acordo com o primeiro aspecto da presente in-
vencdo, a resina de moldagem primaria é injetada com 6 mate-
rial de trénsferéncia colocado na cavidade de moldagem pri-
maria e uma cavidade de moldagem secunddria é formada, com
um produto moldado primario, que ¢ feito da resina de molda-
gem primdria e ligado ao material de transferéncia deixado
remanescente neste, e, portanto torna-se possivel evitar
problemas tais como deslocamento do. produto moldado prima-
rio. Além disso, injetando a resina de moldagem secundaria
na periferia do produto moldado primario, o produto moldado
priméfio e o produto moldado secundario sdo firmemente anco-
rados um ao outro de modo due um produto moldado pode ser
produzido. Aqui, o produto moldado primario pode ser formado
usando uma resina de moldagem primaria transparente corres-
pondendo & seg¢do de janela transparente. Além disso, o pro-
duto moldado primario pode ser formado usando uma resina
correspondendo & porgdo e corpo principal. Neste caso, a re-
sina de moldagem secunddria é preparada por uma resina
transparente correspondendo a secgdo de janeia transparente.
Com este arranjo, é possivel preparar um invélucro para um
aparelho eletrénico em que a segdo de janela transparente e
a porcdc de corpo principal estdo firmemente ancoradas uma a

outra.
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De acordo com o quarto aspecto da presente inven-

¢do, a segdo de janela transparente é formada usando, como

resina de moldagem priméria, uma resina quem tem uma trans-
mitancia de luz visivel de 80% ou mais definido em JIS-K7105
e uma dureza de superficie (pencil hardness) de F ou mais
definido em JIS-K5600-5-4; assim, é possivel preparar um in-
vélucro para um aparelho eletrdnico que assegura a visibili-
dade de tela e resisténcia a arranhdo da secdo de janela
transparente. Com relagdo a resina de moldagem priméria es-
pecifica tendo estas propriedades, por exemplo, uma resina
formada pela adicdo de borracha a uma resina de metacrilato
de polimetila é desejavelmente usada.

De acordo com o sexto aspecto da presente inven-
cdo, a porcdo de corpo principal é formada usando, como a
resina de moldagem secundadria, uma resina que tem uma forga
de impacto Izod de 10 kJ/m?> ou mais definido em ASTM-D256;
assim, é possivel preparar um involucro para um aparelho e-
letrédnico que assegura a forga suficiente necessaria para a
porcdo de corpo principal.

O sétimo aspecto da presente invencdo fornece o
método de preparacdo do invélucro para um aparelho eletréni-

co do primeiro aspecto, em que a resina de moldagem secunda-

‘ria é uma resina tendo uma temperatura de moldagem maior que

aquela da resina de moldagem primaria, e a superficie do
produto moldado primério €& fundida para preparar O produto

moldado primadrio e o produto moldado secundario ancorados um

ao outro.

De acordo com o oitavo aspecto da presente inven-



10

15

20

25

cdo, a area transparente da camada decorativa é feita menor
que a cavidade de moldagem primaria, com uma drea opaca for-
mada na periferia da &area transparente, portanto é possivel
proteger a vizinhanca da porgao ancorada entre o produto
moldado primdrio e o produto moldado secundario.

Uma vez que a Aarea transparente é formada por uma
tinta contendo uma resina transparente, ¢é possivel ampliar
uma area na qual o produto ﬁoldado primadrio é ligado a cama-
da decorativa, e conseqiente permite que o material de
transferéncia e o produto moldado primario sejam feitos em
firme contato um com o outro quando formando o produto mol-
dado secundario; assim, se torna possivel evitar que O pro-
duto moldado primario tenha deslocamento e se solte.

BREVE DESCRICAO DOS DESENHOS

Estes e outros aspectos e caracteristicas da pre-
sente invencdo irdo se tornar claros do seguinte relatério
descritivo incluido em conjunto com as modalidades preferi-
das da mesma com referéncia aos desenhos acompanhantes.

FIG 1. & uma vista de perspectiva secional trans-
versal parcial que mostra uma modalidade de um invbélucro pa-

ra um aparelho eletrénico obtido por um método de preparagao

de um invélucro para um aparelho eletrdénico de acordo com a

presente invengao.

FIG 2A. é um diagrama-que mostra um<processo de
acordo com uma modalidade do método de preparagdo de um in-
Vélucrp péra um aparelho eletrdnico da presente invencao, e

corresponde a um estado em que um molde de nucleo de molda-

gem primdrio e um molde de cavidade estdo fechados.
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FIG 2B. é uma vista parcialmente ampliadaAda FIG.
2A.

FIG 2C. é um diagrama que mostra um processo de
acordo com a modalidade do método de preparagdo de um invé;
lucro para um aparelho eletrdnico da presente invencdo, e
corresponde a um estado em gue um molde de nucleo de molda-
gem primario e um molde de cavidade estao abertos.

FIG 3A. é um diagrama que mostra um processo de
acordo com a modalidade do método de preparacdo de um invéd-
lucro para um aparelho eletrdnico da presente invenc¢do, e
corresponde a um estado em que um molde de niucleo de molda-
gem secundario e um molde de cavidade estédo fechados.

FIG 3B. é um diagrama que mostra um processo de
acordo com a modalidade do método de preparagdo de um invo-
lucro para um aparelho eletrdnico da presente invencg¢do, e
corresponde a um estado em que uma resina de moldagem secun-
daria é injetada dentro da cavidade de moldagem secﬁndéria.‘

FIG 4. é um diagrama que mostra um processo de a-
cordo com outra modalidade do método de préparagéo de um 1in-

vélucro para um aparelho eletrdnico da presente invencdo, e

_corresponde a um estado em que um molde de nucleo de molda-

gem primario e um molde de cavidade estao fechados.

FIG 5. é& um diagrama que mostra um processo de a-
cordo ainda com outra modalidade do método de préparagéo de
um invélucro para um aparelho eletrdénico da presente inven-
cdo, e corresponde a um estado em que um molde de nucleo de
moldagem secunddrio e um molde de cavidade estdo fechados.

FIG 6. é uma vista secional transversal que mostra
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uma modalidade de um material de transferéncia para ser usa-
do no método de preparagdo de um invélucro para um aparelho
eletrénico de acordo com a presente invengao.

MELHOR MANEIRA DE REALIZAR A INVENGAO

Antes que a descricdo da presente invencdo ocorra,
é para ser mencionado que elementos semelhantes sdo indica-
dos por numeros de referéﬁcia semelhantes durante o acompa-
nhamento dos desenhos. Com referéncia aos desenhos anexados,
uma priméira modalidade da presente invengdo serd discutida
na seguinte descricgéo.

0 método de preparacdo de um invdlucro para um a-
parelho eletrdénico de acordo com a presente modalidade se
refere a um método de preparagdo de um invélucro para um a-
parelho eletrdnico, por exemplo, como mostrado na FIG. 1. Um
invélucro 50 para um aparelho eletrénico é fornecido com uma
secdo de janela trénsparente 53 feita de uma resina transpa-
rente e uma porcdo de corpo principal 54 formando o COIrpo
principal do invélucro, e quando formando a segdo de janela
transparente 53, uma figura padrdo é transferida para a su-
perficie pelo uso de um método de transferéncia e moldagem
simultdneos. A figura padrdo tem uma porgdo transparente
111b disposta na secdo de janela transparente 53 e uma por-
gdo opaca 1llla disposta na porcgao de corpo principal 54 e
uma porcdo de ligacdo entre a secdo de janela transparente
53 e a porcdo de corpo principal 54. Na FIG. 1, a porgao
transparente 11lb e a porgdo opaca 111° sao formadas respec--
tivamente na superficie externa do invdlucro 50; no entanto,

por exemplo, a figura padrdo pode ser transferida da o inte-
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rior do invdélucro. Aqui, a figura padrdo 51, que ¢& transfe--
rida para o invélucro por meio do material de transferéncia,

é preferivelmente feita tal que a porgdo transparente 1llla

se torne menor que a segdo de janela transparente 53, e que

a porcdo de borda da segao de janela transparente- 53 e da

pbrgéo de corpo principal esteja coberta.

No método de preparagdo de um invdlucro para um
aparelho eletrénico de acordo com a presente modalidade, uma
entdo denominada unidade de matriz de moldagem metadlica de
moldagem de duas cores 1; que é usada para a preparagdo de
um produto moldado de duas cores usando dois tipos de resi-
nas de moldagem fundidas que tem cores ¢ propriedades mate-
riais diferentes, e respectivamente da segéé de janela
transparente 53 e porgdo de corpo principal 54, ¢é usada.

A unidade de matriz de moidagem metédlica de molda-
gem de duas cores 1 é capaz de formar um produto moldado de
injec¢ado feito de dois tipos diferentes de resina. Mais espe-
cificamente, ele é,por exemplo, constituido por trés tipos
de moldes de nucleo, que sdo, um molde de nicleo de moldagem
primdrio 2 como um exemplo de um primeiro molde trocavel, um
molde de nucleo de moldagem secundario 3 como um exemplo de
um molde trocavel secundario, e um molde de cavidade 4 como
um exemplo de um molde comum.

Com referéncia as Figs. 2% e 3%, .as estruturas es-
pecificas dos trés moldes de nucleo serdo discutidas na se-
guinte descrigdo. Os moldes de nicleo mostrados neste exem-
plo possuem as seguintes estruturas, respectivaménte. No

molde de nucleo de moldagem primdrio 2, uma cavidade de mol-
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dagem primaria 11 é formada, e um caminho de injecdo de re-
sina de moldagem priméria 13 usado para a injegao de uma re-
sina de moldagem primaria é formado na cavidade de moldagem
primédria 11. Na presente modalidade, um produto moldado pri-
mario correspondendo & segdo de janela transparente 53 do
invélucro é formado pela cavidade de moldagem primédria 11.

No molde de nucleo de moldagem secundario 3, uma
cavidade de moldagem secunddria 12 é formada, e um caminho
de injecdo de resina de moldagem secunddria 14 usado para a
injecdo de uma resina de moldagem secundidria é formado na
cavidade de moldagem secundaria 12. Na presente modalidade,
um produto moldado secundario correspondendo a porgao de
corpo principal 54 do invélucro é formado pela cavidade de
moldagem secundaria 12. Como serd descrito posteriormente,
injetando a resina de moldagem secundaria dentro da cavidade
de moldagem secundaria 12, o produto moldado primario cor-
respondendo & segdo de janela transparente 54 e o produto
moldado secundario formado pela resina de moldagem secunda-
ria sdo ancorados um ao outro de modo que o invélucro intei-
ro é moldado.

0 molde de cavidade 4 & um molde em que um materi-
al de transferéncia 100 tendo uma forma de filme é colocado
quando realizando o processo de transferéncia e moldagem si-
multaneamente. Nas Figs. 2A e 3A, uma vez que O material de
transferéncia 100 é colocado no molde de cavidade 4, nenhum
caminho de injecdo de resina de moldagem usado para ©O des-
carregamento de uma resina fundida é formado no molde de ca-

vidade 4; no entanto, outra estrutura tendo um caminho de
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injecdo de resina de moldagem pode ser empregada. O material
de transferéncia 100 é colocado no molde de cavidade 4 por
um dispositivo de alimentacdo de material de transferéncia
(ndo mostrado) e um dispositivo de enrolamento de material
de transferéncia (ndo mostrado) que sdo instalados na maqui-
na de moldagem de injegdo para fornecimento do matérial de
transferéncia ao molde de cavidade 4.

O molde de nucleo de moldagem primdrio 2 e o molde
de nucleo de moldagem secundério 3 sdo anexados ao disco mé-
vel (ndo mostrado), tal como um disco rotativo capaz de ro-
tacdo e um disco mével capaz de deslizamento, que estd ins-
talado na magquina de moldagem de injegdo. O caminho de inje-
cdo de resina de moldagem pfimério 13 esta conectado a um
bico de injecdo de resina de moldagem primdria de uma unida-
de de injecdo, com o disco mével e a unidade de injegdo com-
pinados um com o outro em uma posicdo onde um processo de
moldagem primario é realizado. O caminho de injecdo de resi-
na de moldagem secundario 14 esta conectado a um bico de in-
jecdo de resina de moldagem secundario de uma unidade de in-
jecdo, com o disco mével e a unidade de injecdo combinados

um com o outro em uma posicdo onde um processo de moldagem

secundario é realizado.

0 molde de nucleo de moldagem primario 2 e o molde
de nicleo de moldagem secundario 3 podem ser anexados ao
disco rotativo. O disco rotatério ou disco rotativo & fixado
na extremidade de uma haste de uma unidade propulsora anexa-
da dentro da unidade de injecdo da maquina de moldagem de

injecdo. A unidade propulsora conduz o disco rotativo para
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rotacionar ou deslizar através da haste. Além disso, a uni-
dade propulsora pode direcionar o disco rotativo ou o disco
deslizante de um lado para outro a fim de permitir que o
molde de nucleo de moldagem primario 2 e o molde de nucleo
de moldagem secuhdério 3 se aproximem ou se afastem um do
outro com relacdo ao molde de cavidade 4.

0 molde de cavidade 4 é anexado a um disco fixo
(néo mostrado) da maquina de moldagem de injegdo. O disco
fixo é fixado na extremidade da haste da unidade propulsora
que é anexada dentro da propulsora. Aqui, a unidade propul-
sora pode direcionar o disco fixo de'um lado para outro a
fim de permitir que o molde de cavidade se éproxime ou se
afaste do molde de nﬁcléo. Com relacdo ao molde de cavidade,
uma pluralidade de moldes de cavidade podem ser colocados em
associacdo com o molde de nucleo de moldagem primérib 2 e o
molde de nucleo de moldagem secundario 3, a fim de realizar
simultaneamente os processos de moldagem primaria e secunda-
ria em diferentes posicgdes.

A unidade de injecdo pode ser ou uma maquina de
moldagem tipo lateral (em que um molde de cavidade e um mol-
de_de nicleo de moldes metédlicos séo colocados horizontal-
mente face a face e sdo fechados em uma direcdo horizontal)
ou uma maquina de moldagem tipo longitudinal (em que um mol-
de de cavidade e um mdlde de nucleo de moldes metalicos séo
colocados verticalmente face a face e sdo fechados em uma
direcdo vertical). Além disso, o molde de nucleo de moldagem
primario 2 e o molde de nucleo de moldagem secundario 3 po-

dem ser alinhados lado a lado verticalmente, ou lado a lado
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lateralmente, ou podem ser alinhados face a face, com o ca-
minho de injecdo localizado no meio.

Na unidade de injecdo, dois cilindros usados para
o descarregamento de dois tipos de resinas de moldagem sao
instalados, e orificios de bico através dos quais as resinas
sdo injetadas aos moldes s&o fornecidos em cada um dos ci-

lindros. Os dois cilindros podem ser colocados do mesmo lado

com o molde metélico imprensado no meio, ou podem ser colo-

cados em lados diferentes, dependendo da estrutura do molde.
Além disso, estes podem ser colocados em gqualquer direcgéo
dependendo na posicdo do caminho de injecdo de resina de
moldagem formado no molde metdlico. Aqui, com relacdo ao ci-

lindro usado para descarga dos dois tipos de resinas de mol-

dagem, uma estrutura em que dois bicos de injecdo de resina

de moldagem séo ramificados de um cilindro pode ser usada.

O dispositivo de alimentacdo de material de trans-
feréncia e o dispositivo de enrolamento s&o usados para for-
necimento continuo de um material de transferéncia alongado
10 ao molde de cavidade 4. O dispositi?o de alimentacgdo de
material de transferéncia é constituido pelo material de
transferéncia 100 enrolado dentro de uma forma de rolo, uma
haste de sustentagéo_que suétentaveste em um disco fixo, um
iproller usado para alimentacdo do material de transferéncia
100, um sensor usado para um processo de posicionamento a-
propriado com relagdo a cavidade. O dispositivo de enrola-
mento do material de transferéncia é constituido pelo maté—
rial de transferéncia 100 alimentado do dispositivo de ali-

mentacdo de material de transferéncia e enrolado dentro de
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uma forma de rolo, uma haste de sustentagdo usada para sus-
tentar este no disco fixo, etc.

Adicionalmente, moldes de nucleo 2a e 3a e um mol-
de de cavidade 4a tendo outras estruturas como mostrado nas
Figs. 4 e 5 podem ser usados. Nos moldes de moldagem metali-
ca deste exemplo, o material de transferéncia 100 é colocado
na face interna do invdélucro.

Como mostrado na Fig. 6, a lamina de transferéncia

100 tem uma estrutura em que uma camada decorativa 102 ¢

formada em uma lamina base 101.

Com relacdo ao material de transferéncia 100, por
exemplo, uma estrutura em que uma camada decorativa 102.for—
mada pela laminagdo de uma camada de descascamento 110, uma
camadé padrdo 111, uma camada de ligacdo 112 e semelhante na
lamina base 101 pode ser usada (ver Fig. 6).

Com relacdo ao material para a lamina base 101,
aqueles materiais que sdo normalmente ﬁsados para a lémina
base 101 do material de transferéncia 100 podem ser usados,
pbr exemplo, laminas de resina feitas de materiais tal como
uma resina a base de polipropileno, resina a base de polie-
tileno, resina a base de poliamida, resina a base de poliés-
ter, resina acrilica e uma resina & base de cloreto de poli-
vinila, lé&minas metdlicas taié como lamina de aluminio, e
lamina de cobre, laminas a base de celulose tal como papel
glassina, papel revestido e celofane, ou um compdsito mate;
rial de qualquer uma destas ladminas. Além disso, no caso on-
de a superficie da lamina base 101 tem irregularidades le-

ves, aquelas irregularidades leves sao transferidas para a
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camada decorativa 102 de modo que os estados de superficie
tal como um estado sem lustre e um estado de linha muito fi-
na podem ser fornecidos.

No caso onde a camada decorativa 102 é boa em des-
cascamento da lamina base 101, a camada decorativa 102 pode
ser formada direéamente na lamina base 101. A fim de melho-
rar a propriedade de descascamento da camada decorativa 102
da lamina base 101, antes da formacdo da camada decorativa
102, uma camada de liberagdo de molde .(nao mostrada) pode
ser formada em toda a superficie da lémina base 101.

'A camada de descascamento 110 é formada em toda a
superficie da lamina base 101 (ou uma camada de liberacgao de
molde). A camada de descascamento 110 é uma camada em que,
sobre o descascamento da lamina base 101 apdés o processo de
transferéncia realizado simultaneamente com o processo de
moldagem, é separada da lamina base 101 ou da camada de 1li-
beracdo de molde para formar a face mais externa do artigo
transferido. Com relacdo ao material para a camada de des-
cascamento 110, adicionalmente a uma resina acrilica, uma
resina a base de poliéster, resina a base de cloreto de po-
livinila, resina & base de celulose, resina é‘base de borra-
cha, resina a base de poliuretano, resina a base de acetato
de polivinila e semelhante, um copolimero tal como uma resi-
na a base de copolimero de acetato de cloreto dé vinila e
uma resina a base de copolimero de acetato de etilenovinila
podem ser usados. Além disso, com relacdo -a camada de des-
cascamento 110, uma resina foto-curavel tal como uma reisna

ultravioleta-curdvel, uma resina de radiacgdo-curéavel tal co-
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mo uma resina de radiacdo de elétron curadvel, e uma resina
de termocura podem ser usadas, pela qual a resisténcia ao
arranhdo da secdo de janela transparente 53 pode ser adicio-
nalmente aumentada. Com relacdo a camada de descascamento
110, ou luma camada colorida ou uma camada ndo-colorida pode
se usada. Com relacdo ao método de formagdo da camada de
descascamento 110, o método de invélucro tal como método de
invélucro de gravura, método de invélucro de rolo e um méto-
do de invélucro pausado, e um método de impressdo tal como
método de impressdo de gravura e um método de impressao de
tela podem ser usados.

Normalmente, a camada padrdo 111 & formada na ca-
mada de descascamento 110 como uma camada impressa. Com re-
lacdo ao material para a camada impressa, uma tinta colorida
em que uma resina tal como uma resina a base de polivinila,
resina a base de poliamida, resina a base de poliéster, re-
siha acrilica, resina a base de poliuretano, resina a base
de polivinilacetal, resina a base de poliéster-uretano, re-
sina & base de éster de celulose e uma :esina alquide & uéa—
da como um aglutinante, e um pigmento ou corante de‘uma cor
apropriada é adicionado na mesma como um corante, pe prefe-
rivelmente usado. Com relacdo ao método de formagao da cama-
da impressa, um método de impressdo normal tal como método
de impressdo de gravura, método_de impressdo de tela e um
método de impressdo em offset podem ser empregados. particu-
larmente,'quando conduzindo uma impressdo multicor e uma im-
pressdo de gradacdo sdo apropriadamente usados. No caso de

impressdo monocolor, um método de invélucro tal como método
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de invélucro de gravura, método de invélucro de rolo e um
método de invdlucro pausado também podem ser usados. Na pre-
sente invencdo, com relagdo ao padrdo a ser formado na cama-
da padrdo 111, uma &rea transparente 1lllb a ser transferida
para a segdo de janela transparente 53 e uma drea opaca 1llla
a ser transferida para a porgdo de corpo principal 54 sdo
usadas. Com relacdo a porcdo de borda entre a segdo de jane-
la transparente 53 e a porgdo de corpo principal 54, a fim
de evitar uma compensacdo posicional devido a um erro de po-
sicionamento entre a forma do produto moldado e a camada pa-
dréo 111, a area opaca 1llla é preferivelmente formada como
uma &rea comparativamente mais ampla que a da segdo de jane-
la transparente 53 a fim de cobrir a porgdo de borda.

A &rea transparente 11llb, que é formada como uma
camada de transmissdo de luz, ¢& preferivelmente formada u-
sando uma tinta contendo uma resina transparente. Mais espe-
cificamente, uma tinta feita de apenas uma resina transpa-
rente, uma tinta feita de um corante e um aglutinante de re-

sina, ou uma tinta feita de um pigmento colorido ou um pig-

‘mento fluorescente tendo um tamanho de particula tal que nao

causa efeito adverso sério na visibilidade e um aglutinante
de resina transparente, podem ser usados.

A area opaca llla, que é formada como uma camada
impressa que protege da luz, é preferivelmente formada usan-
do uma tinta feita de um material opaco tendo uma proprieda-
de de protegdo tal como negro de fumo e 6xido de titénio, e

de um aglutinante de resina.

Além disso, a area opaca llla da camada padrao 111
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pode ser feita de uma camada de filme fino metdlico ou uma
camada combinada de uma camada impressa e uma camada de fil-
me fino metalico. A camada de filme fino metélico, que é u-
sada como a camada padrdo 111 para o fornecimento do brilho
metalico, é formada por um método tal como método de deposi-
cdo de vapor a vacuo, método de borrifamento, método de gal-
vanizacdo iénica e um método de galvanizagao metdlica. De

acordo com a cor de brilho metalico desejado, metal tal como

"aluminio, niquel, ouro, platina, cromo, ferro, cobre, esta-

nho, indio, prata, titénio, chumbo e zinco e ligas ou com-
postos destes, podem ser usados. Além disso, na formacgdo da
camada de filme fino metadlico, uma camada &ancora pode ser
formada a fim de melhorar a adesdo entre a camada de filme
fino metdlico e outra camada decorativa 102. Com relacdao ao
material da camada ancora, rgsinas tais como resina de ure-
tano curével de duas partes, resina de uretano de termocura
resina a base de melamina, resina & base de éster de célulo—
se, resina & base de borracha contendo cloro, resina a base
de vinila contendo cloro, reSina acrilica, resina a base de
ep6éxi e uma resina de copolimero a base de vinila podem ser
usadas. Com relacdo ao método de formagdo da camada ancora,
um método de invédlucro tal cémo método de invélucro de gra-
vura, méton de invélucro de rolo e um método de invélucro
pausado, e um método de impresséo tal como método de impres-
séo‘de gravura e um método de impressdo de tela podem ser
usados. |

A camada de ligégéo(112, gque é usada para a liga-

cdo das respectivas camadas acima citadas na superficie do
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artigo a ser transferido, é formada em todas a superficie do
mesmo. Com relacdo & ligacdo da camada 112, uma resina sen-
sivel & pressdo ou sensivel ao calor adequada para o materi-
al de resina formando o artigo a ser transferido é apropria-
damente usada. Com relacdo o método de formacdo da camada de
liga¢é0'112, um método de invélucro tal como um método de
invélucro de gravura, método de invélucro de rolo e um méto-
do de invélucro pausado, e um método de impressdo tal como
método de impressdo de gravura e um método de impressao de
tela podem ser usados.

Deve ser registrado que a estrutura da camada de-
corativa 102 nao estd limitada ao aspecto mencionado acima,
e pode ter, por exemplb, uma estrutura em que, no caso de
uso um material que é bom na adesdo ao artigo a ser transfe-
rido como o material para a camada padrdo 111, a camada de
ligagdo 112 é omitida.

Na descricdo seguinte, serdo discutidos processos
do método de preparagdo de um invélucro de acordo com a pre-
sente modalidade pelo uso de moldes metédlicos tendo uma es-
trutura mostrada nas Figs. 2A e 3A.

Primeiro, um material de transferénéia 100 é colo-
cado em uma cavidade de moldagem primadria 11. Mais especifi-
camente, o material de transferéncia 100 é alimentado a a-
bertura entre o molde de nucleo 2 e o molde de cavidade 4
formando a cayidade de moldagem primdria 11. Neste momento,
laminas do material de transferéncia 100 podem ser alimenta-
das lamina por léamina, ou porgdes necessarias do material de

transferéncia 100 tendo uma forma alongada podem ser alimen-
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tadas intermitentemente estrutura por estrutura. Neste caso
onde o material de transferéncia alongado 100 é usado, um
dispositivo de alimentagdo tendo um mecanismo de posiciona-
mento é usado a fim de que registros da camada padrdo 111 do
material de transferéncia 100 e o molde metdlico de moldagem
sejam conduzidos apropriadamente coincidentes um com o ou-
tro.

Aqui, quando alimentando intermitentemente o mate-
rial de transferéncia 100, apbés a detecgdo da posigdo do ma-
terial de transferéncia 100 por um sensor (ndo mostrado) o
material de transferéncia 100 é fixado pelo molde de nucleo
e o molde de cavidade, pelo gqual o material de transferéncia
100 pode ser sempre fixado na mesma posigédo, tornando possi-
vel evitar um mal-posicionamento da camada padrdo 111.

Além disso, apds o material de transferéncia 100
ter sido posicionado, se necessario, o material de transfe-
réncia 100 é colocado em contato firme com as respectivas
faces de cavidade do molde de cavidade 4. A fim de fazer o
material de transferéncia 100 em firme contato com as faces
de cavidade, um torno de pelicula (ndo mostrado) pode ser
usado. Aqui, outra estrutura pode ser usada em que um orifi-
cio de succdo 5 é formado no molde de cavidade a fim de ab-
sorver o material de transferéncia 100. Além disso, outra
estrutura ainda pode ser usada em que, a fim de fazer o ma-
terial de transferéncia 100 em fifme contato com as faces de
cayidade, o material de transferéncia ‘100 é aquecido para
amolecer. Com relacdo ao aquecedor a ser usado neste momen-

to, por exemplo, um aquecedor elétrico (néo mostrado) capaz
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de aquecer a uma temperatura na faixa de 80 a 260°C pode ser
usado.

Depois, o molde de cavidade 4 e © molde de nucleo
de moldagem primdria 2 sdo apertados, e uma cavidade de mol?
dagem primadria 11 é formada. Posteriormente, uma resina de
moldagem briméria transparente fundida é injetada de uma en-
trada formada no molde de nucleo de moldagem primdria 2 a
fim de que a cavidade de moldagem primadria 11 seja carregada
com a resina; assim, um produto moldado primario correspon-
dendo a secdo de janela transparente 53 'r formado, com o
material de transferéncia 100 ligado simultaneamente a su-
ﬁerficie»do mesmo. Neste momento, a camada decorativa 102 do
material de transferéncia 100 é ligada ao produto moldado
primdrio em uma porgdo em gue a camada decorativa 102 do ma-
terial de transferéncia 100 e a resina transparente sdo dei-
xadas em contato uma com a outra.

Com reiagéo 4 resina de moldagem primdria transpa-
rente, aquelas.resinas tendo uma transmitancia de luz visi-
vel de 80% ou mais definida em JIS-K7105 (1981) e dureza de
superficie (pencil hardness) de F ou mais definida em JIS-

K5600-5-4 (1999) sao preferivelmente usadas. Agui, JIS-

K5600-5-4 corresponde a um teste se referindo a dureza de

arranhdo de um filme de invélucro; no entanto, o0 mesmo méto-
do de teste pode ser realizado em uma peca de teste prepara-
da como uma lamina da resina de moldagem primdria para veri-
ficar a presenga ou auséncia de arranhdes de pressdo com OS

olhos.

Na presente invengdo, é para assegurar: a visibili-
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dade de tela da secdo de janela transparente 53 que aquelas
resinas tendo uma transmitdncia de luz visivel dé 80% ou
mais definida em JIS-K7105 sdo usadas. Quando a transmitan-
cia de luz visivel é menor que 80%, a exibigdo na secao de
janela transparente 53 se tdrna turva, resultando em uma di-
ficuldade de visualizacdo da tela de exibicdo formada no la-
do mais baixo da secdo de janela transparente 53. Além dis-
so, na presente invengdo, é para evitar que arranhdes ocor-
ram na secdo de janela transparente 53 que aquelas resinas
tendo uma dureza de superficie (pencil hardness) de F ou
mais definida pela JIS-K5600-5-4 sao usadas. Com relagdo as
resinas tendo tais propriedades, por exemplo, uma resina de
metacrilato de polimetila (PMMA) ou uma resina formada pela
adicdo de um componente de borracha a uma resina de PMMA po-
dem ser usadas; A quantidade de adigdo é preferencialmente
estabelecida em uma faixa de 10 a 50% em peso de um material
de borracha tal como borracha sulfurizada, com relagdo a re-
Siné PMMA.

Apbés o produto primdrio ter sido resfriado e soli-

dificado, o molde de cavidade 4 e o molde de nicleo 2 sao

. abertos (ver Fig. 2C). Uma vez quevo produto moldado prima-

rio estd ligado ao filme de transferéncia, ele permanece no

molde de cavidade 4. Para evitar que o produto moldado pri-

mario da secdo de janela transparente 53 se separe do molde

de cavidade 4 quando os moldes se abrem, como mostrado na
Fig. 2B, a cavidade de moldagem primaria lle preferivelmente
formada dentro da entdo denominada forma rebaixada em que a

face inferior é mais ampla que a secgdo de abertura, com pa-
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redes secundarias 1ls da secdo de abertura para a face infe-
rior inclinadas. Esta forma é eficaz porque a secao de jane-
la transparente 53 estd presa pela cavidade de parede secun-
daria do molde de cavidade (ou o molde de nucleo) e feita
para ser puxada firmemente; assim, a secdo de janela trans-
parente 53 é facilmente separéda do molde de nucleo (ou mol-
de de cavidade) e também é separada firmemente do molde de
cavidade (ou molde de nucleo).
O molde de nucleo de moldagem 3 é substituido para
uma posicdo tal gue as faces do molde de cavidade 4 em que o
material de transferéncia 100 e o produto moldado primario
sdo colocados em contato firme um com o outro. Mais especi-
ficamente, pelo uso de uma unidade propulsora e da haste da
unidade de injecdo, o disco rotativo serve como um disco mé-
vel para que o molde de nucleo seja rotacionado ou o disco
deslizante possa deslizar.
‘Depois, o molde de nucleo de moldagem secundario 3
e o molde de cavidade 4 terem sido deslocados para a posigao
éposta; os dois moldes s&o apertados, com ©O material -de
transferéncia colocado no molde de cavidade 4 (ver Fig. 3Aa),
de modo queAﬁma cavidade de moldagem secundaria 12 é forma-
da. Neste moﬁento, o produto moldado primdrio é inserido e
alojado na cavidade de moldagem secundaria 12, de modo que
ele funciona como um dos membros definindo a cavidade de
moldagem secunddria 12. Conseqientemente, uma vez que a ca-
vidade de &noldagem secundaria 12 é formada com c>'produto
moldado primario correspondendd a secgao de janela‘transpa—

rente 53 deixada ali, a resina de moldagem secundaria usada
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para a formagdo da porgdo de corpo principal 54 é injetada
na periferia do corpo moldado primério.

Com relacdo a resina de moldagem secundaria, uma
daquelas resinas tendo uma forga de impacto Izod de 10 kJ/m?
ou mais definida em ASTM-D256 sdo preferivelmente usadas. O
processo de injegdo da resina de moldagem secundaria é rea-
lizado pela descarga da resina de moldagem a um caminho de
injecdo de resina de moldagem secundaria 14 através -de um
bico de injecdo de resina de moldagem secundérié, pelo uso
de um mecanismo de injecdo da unidade de injégéoA(ver Fig.
3B). Aqui, pela descarga da resina de moldagem secundaria, a
porcdo periférica do produto moldado primdrio é carregada
com a resina de moldagem secundaria, de modo que o produto
moldado primario e a resina de moldagem secundaria sdo anco-
rados um ao outré para formar uma porgdo integral. Além dis-
so, a camada decorativa 102 do material de transferéncia 100
estd ligada a superficié da resina de moldagem secundaria,
pela qual um produto moldado na superficie da éual a camada
decorativa 102 é laminada e obtida.

Com relacdo a resina de moldagem secundaria, uma

resina tendo uma .forca de impacto Izod de 10 kJ/m? ou mais

~definida em ASTM-D256 ¢ preferivelmente usada. Na presente

invencdo, é para assegurar uma forca suficiente necessaria
como a porgao de‘corpo principal 54 que a resina tendo uma
forca de impacto Izod de 10 kJ/m2 ou mais definida em ASTM-
D256 & usada. No caso onde a forca de impacto Izod é menor
que 10 kJ/m?, um problema que aparece & que o produto resul-

tante falha ao se opor a um impacto ou semelhante causado
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por queda. Com relagdo a resina que satisfaz estas proprie-
dades, por exemplo, uma resina tal como uma resina PC, resi-
na ABS e uma resina misturada destas é preferivelmente usa-
da.

Posteriormente, o molde de nucleo 3 e o molde de
cavidade 4 sdao abertos, e um produto moldado dentro do qual
o produto moldado primério e o produto moldado secundério
estdo integrados, com o material de transferéncia 100 ligado
a superficie do mesmo, é removido. Simultaneamente cém ou
apés a remocdo do produto moldado do molde metédlico, a lami-
na base 101 é separada dali.

Deste mbdo, enquanto moldando a secdo de Jjanela
transparente 53, pelo uso do material de transferéncia 100 e
simultaneamente moldando um método de transféréncia, neste
ponto pode ser obtido um invdlucro 10 para um aparelho ele-
trénico, que tem um padrdo opaco transferido -em uma porg¢ao
de conexdo entre o produto moldado primario formando a segdo
de .janela transparente 53 e o produto moidado secundario
formando a porcdo de corpo principal 54.

Além disso, na presente invencdo, a ordem dos pro-
cessos de moldagem dos dois tipos de resinas pode ser inver-
tida. No entanto, é preferivel selecionar uma resina tendo
uma maior temperatura de moldagem como a resina a ser molda-
da posteriormente, porque, quando a resina de moldagem se-
cundadria é injetada na periferia do produto moldado prima-
rio, a superficie do produto moldado primdrio é parcialmente
fundida e ligada por fusdo & resina de moldagem secundaria;

assim, a adesdo dos dois membros é adicionalmente intensifi-
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cada. Normalmente, a resina PC ou a resina misturada da re-
sina PC e resina ABC tem uma temperatura de moldagem maior
em comparagdo com a temperatura de moldagem da resina PMMA;
portanto, na presente modalidade, a secdo de janela trahspa—
rente 53 feita de resina PMMA ou semelhante é moldada como
um produto moldado primdrio, e a porgdo de corpo principal
54 feita de uma resina PC, ou uma resina misturada de uma
resina PC e uma resina ABS oﬁ semelhante é ent&o moldada co-
mo um produto moldado secundéario.

EXEMPLOS

Um filme de tereftalato de polietileno - orientado
biaxialmente tendo uma espessura de 38 pm foi usado como uma
lamina base, na qual uma tinta feita de uma mistura de um
polidl acrilico curavel ultravioleta, isocianato e iniciador
de polimerizacdo azo foi aplicada com uma espessura de 5 um
como a camada de descascamento pelo uso de um método de in-
vélucro de gravura, na qual uma tinta formada pela dispersao
de um pigmento em uma resina acrilica foi parcialmente apli-
cada para formar quatro camadas com respectivas espessuras
na faixa de 0,8 a 1,5 um como a camada padrdo pelo uso de um
método de‘impresséo de gravura, e na qual uma resina & base
de copolimero de acetato de vinila-cloreto de vinila foi a-
dicionalmente aplicada com uma espessura de pm como a camada
de ligacdo pelo uso de um método de invdlucro de gravura;
assim, um material de transferéncia foil obtido.

O material de transferéncia assim obtido foi car-
regado -em um dispositivo de alimentagdo de material de

transferéncia colocado em um aparelho de moldagem de duas
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cores, e o molde de nicleo de moldagem primadrio e o molde dé
cavidade foram apertados para formar uma cavidade de molda-
gem primdria. Depois, uma resina-PMMA foi moldada por inje-
cdo na cavidade de moldagem primaria para formar um corpo
moldado primario correspondendo a secgdo de janela transpa?
rente.

Além disso, pela mudanga do molde de nucleo para o
molde de nicleo de moldagem secunddrio, a cavidade de molda-
gem secundéria é& formada. Quando o molde de nucleo de molda-
gem primadrio e o molde de cavidade foram abertos, o produto
moldado primdrio foi ligado ao material de transferéncia, e
ficou livre de se deslocar e se soltar. Uma resina misturada
de uma resina PC e uma resina ABS foi moldada por injegao na
cavidade de moldagem secundaria, deste modo formando um pro-

duto moldado secundario correspondendo a porgdo de corpo

principal.

C produto moldado assim obtido foi retirado do
molde metalico, e a lamina base do material de transferéncia
foi separada, de modo que um involucro para um telefone mo-
vel foi formado. O invélucro de telefone mével tem um padrao
de figura transferido para a porgdo de corpo principal do
mesmo, com a seg¢do de janela transparente'firmemente ancora-
da na porcdo de corpo principal. Além disso, a porgdo de
borda entre a porcdo de corpo principal e a secgao de janela
transparente foi revestida com o padrdo de figura, e né&o foi
visualmente reconhecida do lado de fora.

O invdélucro para telefone moével obtido desta ma-

neira foi fornecido com uma segdo de Jjanela transparente
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tendo uma boa resisténcia a arranhdes e uma porgdo de corpo
principal tendo uma boa resisténcia a impacto.

A presente invencgdo ndo esta limitada as modalida-
des acima citadas, e pode ser implementada de varios outros
modos. Por exemplo, a cavidade de moldagem secundaria pode
pertencer ou ao molde de cavidade 4 e molde de nucleo de
moldagem secundaria 3, ou pode pertencer a ambos. Além dis-
so, com relacdo ao processo de moldagem primaria e ao pro-
cesso de moldagem secundéria, os caminhos de injecdo de re-
sina de moldagem.podem ser formados em diferentes moldes de
nicleo. Por exemplo, o caminho de injegdo de resiﬁa de mol-
dagem priméria 13, que alimenta a resina de moldagem primé-
ria a cavidade de moldagem priméria 11, pode ser formado no
molde de cavidade 4, enquanto o caminho de injecdo de resina
de moldagem secundaria 14, que alimenta a resina de moldagem
secundaria, pode ser formado no molde de niucleo de moldagem
3. Com este arranjo, o produto moldado de resina primdria
correspondendo & segdo de janela transparente 53 é facilmen-
te trazido para um estado aderido ao molde de cavidade 4 pe-
lo caminho de injecdo de resina de moldagem primaria 13. Em
outras palavras, quéndo se abre o molde de nicleo de molda-
gem primaria 2 e é molde de cavidade 4 para fazer uma mudan-
ca para o molde de nucleo de moldagem secundaria 3, é possi-
vel evitar que corpo moldado de resina priméria se solte.

Combinando-se apropriadamente qualquer uma das va-
rias modalidades acima citadas, os respectivos efeitos pro-
duzidos podem ser obtidos.

APLICABILIDADE INDUSTRIAL
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A presente invengédo é preferivelmehte aplicada ao

método de preparacdo de um invélucro para um aparelho ele-

trénico, que tem uma secgdo de janela transparente firmemente
ancorada a porcdo de corpo principal da mesma, a tem uma e-
levada aplicabilidade industrial como um método de prepara-
cdo tal como um invélucro para um apareiho eletrénico tal
como um telefone mével e um PDA.

Embora a presente invengdo tenha sido totalmente
descrita em conjunto com as modalidades preferidas da mesma
com referéncia aos desenhos acompanhantes, é para ser regis-
trado que varias mudangas e modificacdes sao evidentes para
aqueles versados ma técnica. Tais mudangas e modificacgdes
sdo para serem compreendidas como incluidas dentro do alcan-
ce da presente invencdo como definido pelas reivindicacdes

em anexo a menos que elas se afastem das mesmas.
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REIVINDICACOES

1. Método de preparagdo de um invélucro para um
aparelho eletrdénico, CARACTERIZADO por compreender:

um material de transferéncia (100) no qual uma ca-
mada decorativa (102) é formada em uma lamina base (101) co-
locada entre um primeiro molde trocavel (2) e um molde comum
(4) para a formacdo de uma cavidade de moldagem primaria
(11), apertando os moldes para formar a cavidade de moldagem
primaria (11);

injegéé de uma resina de moidagem primdria dentro
da cavidade de moldagem priméria (11), formando um produto

moldado primério (53) e ligando a camada decorativa (102) do

material de transferéncia ao produto moldado primério (53);

abertura do primeiro molde trocavel (2) do molde
comum para trocar por um segundo molde trocavel (3) para a
formacdo de uma cavidade de moldagem secundaria (12) com o

molde comum;

formacdo da cavidade de moldagem secundaria (12)
apertando o segundo molde troéével (3) e o molde comum (4)
para que O produto moldado primario (53) seja alojado en-
gquanto é ligado ao material de transferéncia (100);

injecdo de uma resina de moldagem secundéria deﬁ—
tro da cavidade de moldagem secundaria (12), formando um
produto moldado secundario (54) ancorado ao produto moldado
primdrio (53) e ligando o produto moldado secundario (54) a
camada decorativa (102) do material de transferéncia; e

descascamento do produto moldado priméario (53) e o

produto moldado secundario (54) do material de transferéncia
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(100), deste modo produzindo o invdélucro para um aparelho
eletrénico na superficie da qual a camada decorativa (102)
do material de transferéncia é transferido, um do produto
moldado primério (53) e o produto moldado secundario (54)
sendo formado como uma secdo de janela transparente, o outro
sendo formado como uma porcdo de corpo principal do invélu-
cro. |

2. Método de preparagdo do invdélucro para um apa-
relho eletrénico, de acordo com a reivindicacao 1,
CARACTERIZADO pelo fato de que uma resina transparente é in-
jetada como a resina de moldagem primdria para formar o pro-

duto moldado priméario (53), de modo que O invélucro'para um

aparelho eletrdnico, que tem o©O produto moldado secundario

(54) como a porcdo de corpo principal e tem o produto molda-
do primario (53) como a segdo de janela transparente, €é pre-
parado.

3. Método de preparacdo do invélucro para um apa-
relho eletrdnico, de acordo com a reivindicagéo 1,
CARACTERIZADO pelo fato de que uma resina transparente é in-
jetada como a resina de moldagem secundaria para formar o
produto moldado secundério (54), de modo que o invdélucro pa-
ra um aparelho eletrdnico, que tem © produto moldado prima-
rio (53) como a porcdo de corpo principal e tem O produto
moldado secundario (54) como a segdo de janela transparente,
é preparado. »

4., Método d¢ preparacdo do invélucro para um apa-
relho eletrdnico, de acordo com a .reivindicagéo 1 ou 2,

CARACTERIZADO pelo fato de que o produto moldado primério é
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formado usando, como a resina de moldagem primaria uma resi-
na quem tem uma transmiténcia de luz visivel de 80% ou mais
definido em JIS-K7105 e uma dureza de superficie (pencil
hardness) de F ou mais definido em JIS—K5600;5—4.

5. Método de preparagéovdo.invélucro para um apa-
relho eletrdnico, de acordo <com a reivindicagdo 4,
CARACTERIZADO pelo fato de que o produto moldado primdrio é
formado usando, como a resina de moldagem primdria, uma re-
sina formada pela adigdo de borracha a uma resina de meta-
crilato de polimetila.

6. Método de preparacdo do invélucro para um apa-
relho eletrdénico, de acordo com a reivindicagdo 1 ou 2,
CARACTERIZADO pelo fato de que o produto moldado secundario
& formado usando, como a resina de moldagem secundaria, uma
resina que tem uma forga de impacto Izod de 10 kJ/m? ou mais
definido em ASTM-D256.

7. Método de preparacdo do invélucro para um apa-
rélho eletrdénico, de .acordo com a reivindicacdo 1,
CARACTEﬁIZADO pelo fato de que a resina de moldagem secundé-
ria é uma resina tendo uma temperatura de moldagem maior que
aquela da resina de moldagem primaria, e a superficie do
produto moldado primario € fundida para preparar O prodﬁto
moldado primdrio e o produto moldado secundario ancorados um
ao outro.

8. Método de preparagdo do invélucro para um apa-
relho eletrénico, de acordo com a reivindicagéo 1 ou 2,
CARACTERIZADO pelo fato de que a camada decorativa (102) é

fornecida com uma &rea transparente (1llb) tendo uma area



10

que pode ser colocada e acomodada dentfo da cavidade de mol-
dagem primaria (11) e uma area opaca (111a) disposta na pe-
riferia da area transparente, e a camada decorati&a & trans-
ferida de tal modo que a vizinhanca de uma porgao ancorada
entre o produto moldado primério e o produto moldado secun;
dario pode ser protegida.

9. Método dé preparagdo do invélucro para um apa-
relho eletrdnico, de acordo com a reivindicacéo 8,
CARACTERIZADO pelo fato de que a area transparente (111b) da
camada decorativa é formada por uma tinta incluindo uma re-
sina transparente, e a area transparente (111lb) ¢é ligada ao
produto moldado primdrio na injegéao da resina de moldagem

primaria.
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RESUMO
“METODO PARA PRODUCAO DE INVOLUCRO PARA APARELHO
ELETRONICO”
A presente invencao se refere a um processo para a

producdo de um alojamento para equipamento eletrdnico, com-

preendendo as etapas de que O uso de moldes de moldagem de

injecdo (1) tendo uma combinacdo de molde comum {4) e molde
de troca (2,3) a fim de ser capaz de criar uma cavidade de
moldagem primaria (11) e uma cavidade de moldagem secundéria
(12), dispondo na cavidade de moldagem primédria um materiél
de transferéncia tendo uma camada decorativa sobreposta em
uma lamina base, e posteriormente injetando uma resina
transparente de 2 80% de transmitancia de raio Visivel de
acordo com JIS-K7105 e 2 dureza de superficie (pencil hard-
ness) F de acordo com JIS—K5600—5-4 para, deste modd,'obter
uma moldagem primdria (53) correspondendo a uma porcgao de
Jjanela transparenﬁe e simultaneamente trazendo a mesma para

o contato com a camada decorativa do material de transferén-

cia; e subseqglentemente injetando uma resina de > 10 kJ/m?

de forca de impacto Izod de acordo com ASTM-D256 na cavidade
de moldagem secundaria ao redor da moldagem priméria enquan-
to mantém a moldagem priméria disposta para,' deste modo,
formar a moldagem secundéaria (54) fixada & moldagem primaria

e simultaneamente trazendo a mesma para o contato com a ca-

- mada decorativa do material de transferéncia, e separando ©O

" material de transferéncia da moldagem primdria e moldagem

secundaria.



REIVINDICACOES MODIFICADAS

(DE ACORDO COM O ARTIGO 34)



10

15

20

25

REIVINDICACOES

1. Método de preparacdo de um invélucro para um
aparelho eletrénico, CARACTERIZADO por compreender:

um material de transferéncia (100) no qual uma ca-
mada decorativa (102) é formada em uma lamina base (101) co-
locada entre um primeiro molde trocdvel (2) e um molde comum
(4) para a formagdo de uma cavidade de moldagem primaria
(11), apertando os moldes para formar a cavidade de moldagem
primdria (11);

injecdo de uma resina de moldagem primaria dentro
da cavidade de moldagem primaria (11) através de um caminﬂo
de injegéo formado no molde comum (4), formando um produto
moldado primario (53) e ligando a camada decorativa (102) do
material de transferéncia ao produto moldado primario (53),
enquanto o prbduto moldado primario (53) é fixado ao molde
comum;

abertura do primeiro molde trocavel (2) do molde
comum para trocar por um segundo molde trocavel (3) para a
formacdo de uma cavidade de moldagem secundaria (12) com o
molde comum;

formagédo dé cavidade de moldagem secundaria (12)
apertando'o segundo molde trocavel (3) e o molde comum (4)
para que o produto moldado primario (53) seja alojado en-
gquanto é ligado ao material de transferéncia (100);

injecdo de uma resina de moldagém secundaria den-
tro da cavidade de moldagem secundaria (12) através de um
caminho de injecdo formado no segundo molde trocavel (3),

formando um produto moldado secundario (54) ancorado ao pro-
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duto moldado primario (53) e ligando o produto moldado se-
cundario (54) a camada decorativa (102) do material de
transferéncia; e

descascamento do produto moldado primadrio (53) e
do produto moldado secundario (54) do material de transfe—
réncia (100), deste modo produzindo o invbélucro para um apa-
relho eletrénico na superficie dé qual a camada decorativa
(102) do material de transferéncia & transferido, um do pro-
duto moldado primario (53) e o produto moldado secundario
(54) sendo formado como uma segao de janela transparente, O
outro sendo formado como uma porcdo de corpo principal do
invélucro.

2. Método de preparagdo do invélucro para um apa-
relHo eletrdénico, de acordo com a reivindicagdo 1,
CARACTERIZADO pelo fato de que uma resina transparente é in-
jetada como a resina de moldagem primaria para formar o pro-
duto moldado primario (53), de modo que o invdlucro para um
aparelho eletrdnico, gque tem O produto moldado secundario
(54) como a porcdo de corpo principal e tem o produto molda-
do primdric (53) como a segdo de janela transparente, é pre-
parado.

3. Método de preparagdo do invélucro para um apa-
relho eletrénico, . de acordo com a reivindicacgado 1,
CARACTERIZADO pelo fato de que uma resina transparente € in-
jetada como a resina de moldagem secundaria para formar o
préduto moldado secundario (54), de modo que o invdlucro pa-
ra um aparelho eletrdénico, que tem o produto moldado prima-

rio (53) como a porgdo de corpo principal e tem o produto



moldado secundario (54) como a secdo de janela transparente,

é preparado.



REIVINDICACOES MODIFICADAS

(SUGERIDAS PELA REQUERENTE)
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REIVINDICACOES

1. Método de preparacdo de um invélucro para um
aparelho eletrénico, CARACTERIZADO por compreender:

um material de transferéncia (100) no gqual uma ca-
mada decorativa (102) é formada em uma lamina base (101) co-
locada entre um primeiro molde trocavel (2) e um molde comum
(4) para a formacdo de uma cavidade de moldagem primaria
(11), apertando os moldes para formar a cavidade de moldagem
primaria (11);

injecdo de uma resina de moldagem primdria dentro
da cavidade de moldégem primaria (11) através de um caminho

de injecdo formado no molde comum (4), formando um produto

‘moldado primario (53) e ligando a camada decorativa (102) do

material de transferéncia ao produto moldado primario (53),
enquanto o produto moldado primario (53) & fixado ao molde

comumn,

abertura do primeiro molde trocavel (2) do molde
comum para trocar por um segundo molde trocavel (3) para a
ermagéo de uma cavidade de moldagem secundaria (12) com o
molde comum;

formacdo da cavidade de moldagem secundaria (12)
aperﬁando o segundo molde trocéavel (3) e o molde comum (4)
paré que o produto moldado primdrio (53) seja alojado en-
quanto é ligado ao material de transferéncia (100);

injecdo de uma resina de moldagem secundaria den-
tro da cavidade de moldagem secundéria (12) através de um
caminho de injecdo formado no segundo molde trocavel (3),

formando um produto moldado secundario (54) ancorado ao pro-
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duto moldado primario (53) e ligando o produto moldado se-
cundario (54) a camada decorativa (102) do material de
transferéncia; e

descascamento do produto moldado primario (53) e o
produto moldado secundario (54) do material de transferéncia
(100), deste modo produzindo o invélucro para um aparelho
eletrénico na superficie da qual a camada decorativa (102)
do material de transferéncia é transferido, um do produto
moldado primario (53) e o produto moldado secundario (54)
sendo formado como uma secdo de janela transparente, o outro

sendo formado como uma porcdo de corpo principal do invélu-

. Cro.

2. Método de preparagdo do invélucro para um apa-

relho eletrdénico, de acordo com a reivindicagdo 1,

- CARACTERIZADO pelo fato de gque uma resina transparente é in-

jetada como a resina de moldagem primdria para formar o pro-
duto moldado primario (53), a fim de preparar o invélucro,
em que o produto moldado secundario (54) é formado como a
porgado de corpo'priﬁcipal e o produto moldado primério (53)
& formado como a secdo de janela transparente.

3. Método de preparagdo do invdlucro para um apa-
relho eletrdnico, de acordo <com a reivindicacdo 1,
CARACTERIZADO pelo fato de que uma resina transparente é in-
jetada como a resina de moldagem secundaria para formar o
produto moldado secundario (54), a fim de preparar o invdlu-
cro, em que o produto moldado primério (53) é formado como a
porcdo de corpo principal e o produto moldado secundéario

(54) é formado como a segdo de janela transparente.
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4. Método de preparagdo do invélucro para um apa-
relho eletrénico, de acordo com a reivindicagédo 1 ou 2,
CARACTERIZADO pelo fato de que o produto moldado primario é
formadq injetando, como a resina de moldagem primdria uma
resina quem tem uma transmitancia de luz visivel de 80% ou
mais definido em JIS-K7105 e uma dureza de superficie (pen-
cil hardness) de F ou mais definido em JIS-K5600-5-4.

5. Método de preparagdo do invélucro bara um apa-
relho eletrbnico, de acordo com a reivindicacéao 4,
CARACTERIZADO pelo fato de que o produto moldado primario é
formado injetando, como a resina de moldagem primaria, uma
resina formada pela adigdo de borracha a dma resina de meta-
crilato de polimetila.r

6. Método de preparagdo do invélucro para um apa-
relho eletrdnico, de acordo com a reivihdicagéo 1 ou 2,
CARACTERIZADO pelo fato de que o produto moldado secundério
é formado injetando, como a resina de moldagem secundéria;
uma resiha que tem uma forga de impacto Izod de 10 kJ/m? ou
mais definido em ASTM-D256.

7. Método de preparacdo do invélucro para um apa-
relho eletrdnico, de acordo com a reivindicagdo 1,
CARACTERIZADO pelo fato de que a resina de moldagem secunda-
ria ¢ formada injetando uma resina tendo uma temperatura de
moldagem maior que aquela da resina de moldagem primaria, de
modo que a superficie do produto moldado primario é fundida
para preparar o produto moldado primdrio e o produto moldado
secunddrio ancorados um ao outro.

8. Método de preparacdo do invdélucro para um apa-
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relho eletrénico, de acordo com a reivindicagdo 1 ou 2,
CARACTERIZADO pelo fato de que

apertam-se os moldes para formar a cavidade de
moldagem primaria (11), colocando-se a camada decorativa
(102) fornecida com uma area tfansparente (111b) e uma area
opaca (llla) disposta na periferia da drea transparente, de
modo que a area transparente (1llb) é colocada e acomodada
dentro da cavidade de moldagem primaria (11);

injetando-se a resina de moldagem primdria dentro
da cavidade de moldagem primaria (11), ligando a camada de-
corativa (102) ao p;oduto moldado primdrio (53), de modo que
o produto moldado primério (53) estd ligado a area de trans-
feréncia;

injetando-se a resina de moldagem secunddria den-
tro da cavidade de moldagem secundaria (12), ligando o pro-
duto moldado secundario (54) a camada decorativa (102), de
modo que uma vizinhanga de uma porgao ancorada entre o pro-
duto moldado primario e o produto moldado secundadrio esta
ligada a é&rea opaca (1lla);

desse modo a porgdo ancorada é protegida pela area
opaca (1llla).

9. Método de preparacdo do ihvélucro para um apa-
relho eletrdnico, de acordo <com a reivindicacao 8,
CARACTERIZADO pelo fato de que a area transparente (111b) da
camada decorativa é formada por uma tinta incluindo uma re-
sina transparente, e a area transparente (111b) é ligada ao
produto moldado primario na injegao da resina de moldagem

primaria.
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REIVINDICACOES

1. Método de preparacdo de um invdlucro para um
aparelho eletrdénico, CARACTERIZADO por compreender:

um material de transferéncia (100) no qual uma ca-
mada decorativa (102) é formada em uma lamina base (101) co-
locada entre um priméiro molde trocavel (2) e um molde comum
(4) para a formagcdo de uma cavidade de moldagem primaria
(11), apertando os méldes para formar a cavidade de moldagem
primaria (11);

injecdo de uma resina de moldagem primédria dentro
da cavidade de moldagem primdria (11) atra&és de .um caminho
de injecdo formado no molde comum (4), formando. um produtd
moldado primario (53) e ligando a camada decoratiﬁa (102) do
material de transferéncia ao produto moldado primdrio (53),
enquanto o produto moldado primario (53) é fixado ao molde
comum;

abertura do primeiro molde trocavel (2) do molde
comum para trocar por um segundo molde trocéﬁél (3) para a
formacdo de uma cavidade de moldagem secundaria (12) com o
molde comum;

formacdo da cavidade de moldagem secundaria (12)
apertando o segundo molde trocavel (3) e o molde comum (4)
para quero produto moldado primario (53) seja alojado en-
quanto é ligado ao material de transferéncia (100);

injecdo de uma resina de moldagem secundaria den-
tro da cavidade de moldagem secundaria (12) através de um
caminho de injecdo formado no segundo molde trocavel (3),

formando um produto moldado secunddrio (54) ancorado ao pro-
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duto moldado priméario (53) e ligando o produto moldado se-
cundadrio (54) a camada decorativa (102) do material de

transferéncia; e

descascamento do produto moldado primario (53) e
do produto moldado secundario (54) do material de tfansfe—
réncia (100), deste modo produzindo o invélucro para um apa-
relho eletrénico na superficie da qual a camada decorativa
(102) do‘material de transferéncia é transferido, um do pro-
duto moldado primario (53) e o produto moldadé secundario
(54 sendo‘formado como uma secdo de janela transparente, ©
outro sendo formado como uma porcdo de corpo principal do
invélucro.

~2. Método de preparagdo do invélucro para um apa-
relho eletrdénico, de acordo com a reivindicagdo 1,
CARACTERIZADO pelo fato de que uma resina transparente é in-
jetada como a resina de moldagem primdria para formar o pro-
duto moldado primario (53),.a fim de preparar o invélucro,
em que O pfoduto moldado secundario (54) é formado como a
porcdo de corpo principal e o produto moldado primario (53)
é formado como a secdo de janela transparente.

3. Método de preparag¢do do involucro para um apa-
relho eletrénico; de acordo <com a reivindicagdo 1,
CARACTERIZADO pelo fato de gue uma resina transparente é in-
jetada como a resina de moldagem secundaria para formar-o
produto moldado secundario (54), a fim de preparar O invélu-

cro, em que o produto moldado primario (53) é formado como a

porgao de corpo principal e o produto moldado secundario

(54) & formado como a segdo de janela transparente.
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4. Método de preparagdo do invélucrd para um apa-
relho eletrdnico, de acordo com a reivindicagdo 1 ou 2,
CARACTERIZADO pelo fato de que o produto moldado primario é
formado injetando, como a resina de‘moldageﬁ primadria, uma
resina quem tem uma transmiténcia de luz visivel de 80% ou
mais definido em JIS-K7105 e uma dureza de superficie (pen-
cil hardness) de F ou mais definido em JIS-K5600-5-4.

5. Método de preparagdo do invélucro para um apa-
relho eletrdénico, de acordo com a reivindicacdo 4,
CARACTERIZADO pelo fato de que o produto moldado primario é
formado injetando, como a resina de moldagem primdria, uma
resina formada pela adicdo de borracha a uma resina de meta-
crilato de polimetila.

6. Método de preparagdo do invdlucro para um apa-
relho eletrénico, de acordo com a reivindicagao 'l ou 2,
CARACTERIZADO pelo fato de gque o produto ledado secundario
é formado injetando, como a reéina de moldagem secundaria,
uma resina que tem uma forga de impacto Izod de 10 kJ/m? éu
mais definido em ASTM-D256.

7. Método de preparagdo do invdélucro para um apa-

relho eletrdnico, de acordo <com a reivindicagdo 1,

' CARACTERIZADO pelo fato de que a resina de moldagem secunda-

ria é formada injetando uma resina tendo uma temperatura de
moldagem maior que aquela da resina de moldagem primdria, de
modo que a superficie do produto moldado primédrio é fundida
para preparar o produto moldado primadrio e o produto moldado

secundadrio ancorados um ao outro.

8. Método de preparag¢do do invélucro para um apa-
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relho eletrédnico, de acordo com a reivindicagdo 1 ou 2,
CARACTERIZADO pelo fato de que

apertam-se os moldes para formar a cavidade de
moldagem primaria (11), colocando-se a camada decorativé
(102) fornecida com uma &rea transparente (1llb) e uma area
opaca (1llla) disposta na periferia da drea transparente, de
modo que a area transparente (1llb) ¢ colocada e acomodada
dentro da cavidade de moldagem primaria (11);

injetando-se a resina de moldagem primédria déntro
da cavidade de moldagem primaria (11), ligando a camada de-
corativa (102) ao produto moldado primério (53), de modo que
o produto moldado primério (53) estd 1ligado a area
transparente;

injetando-se a resina de moldagem secundaria den-
tro da cavidade de moldagem secundaria (12), ligando o pro-
duto moldado secunddrio (54) a camada decorativa (102),'de
modo que um adjacente de uma porgao aﬁcorada entre o produto
moldado primdrio e o produto moldado secundario estd ligada
a &rea opaca (llla):

desse modo a porcdo ancorada é protegida pelé drea
opaca (1llla).

9. Método de preparacdo do invélucro para ﬁm apa-
relho eletrédénico, de acordo <com a reivindicagdo 8,
CARACTERIZADO pelo fato de que a area transparente (111b) da
camada decorativa é formada por uma tinta iﬁcluindo uma re-

sina transparente, e a area transparente  (111b) é ligada ao

‘produto moldado primdrio na injegao da resina de moldagem

priméaria.
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